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Norme Sectionnelle de Conception pour
les Circuits Imprimés Organiques Rigides

1 LE CHAMP D’APPLICATION

Cette norme établit les exigences spécifiques pour la conception des circuits imprimés organiques rigides.

1.1 L’'Objet Les exigences contenues dans ce document sont destinées a établir les détails spécifiques de la conception qui
doivent étre utilisés en conjonction avec I’IPC-2221 pour produire les conceptions de montage et de fixation de composants.
Les composants peuvent étre traversants, CMS, a pas fin, a pas ultra fin, a boitier matriciel ou a puce nue.

Les matériaux organiques peuvent étre homogenes, renforcés ou utilisés combinés avec des matériaux inorganiques ; les
interconnexions peuvent étre simple, double ou multicouches. Ce peut étre n'importe quelle combinaison capable de remplir
la fonction physique, thermique, environnementale et électronique.

1.2 La Hiérarchie de la Documentation La hiérarchie de la documentation doit étre conforme a la norme générique
IPC-2221.

1.3 La Présentation La présentation doit étre en accord avec la norme générique [PC-2221.
1.4 LlInterprétation L’interprétation doit étre en accord avec la norme générique IPC-2221.

1.5 La Définition des termes La définition de tous les termes utilisés dans ce document doit étre en accord avec I’'TPC-T-50
et telle que définie par le paragraphe 1.5.1.

1.5.1 En Accord entre I'Utilisateur et le Fournisseur (AABUS) Cela désigne des exigences supplémentaires ou alternatives
qui sont définies entre 1'utilisateur et le fournisseur dans la documentation d'achat. Cela inclut, par exemple, des exigences
contractuelles, des modifications de la documentation d'achat ou d’informations sur le plan. Ces accords peuvent étre utilisés
pour définir des méthodes, des conditions, des fréquences, des catégories ou des criteres d'acceptation d'un test qui ne sont
pas établis par ailleurs.

1.6 La Classification des Produits La classification des produits doit étre conforme a la norme générique IPC-2221 et telle
que définie par le paragraphe 1.6.1.

1.6.1 Les Types de Circuit Imprimé Cette norme fournit des informations de conception pour les différents types de circuits
imprimés. Les types de circuit imprimé sont définis ainsi :

Type 1 — Circuit Imprimé Simple Face

Type 2 — Circuit Imprimé Double Face

Type 3 — Circuit Imprimé Multicouche sans vias borgnes ni enterrés.

Type 4 — Circuit Imprimé Multicouche avec vias borgnes et/ou enterrés.

Type 5 — Circuit Imprimé Multicouche a ame métallique sans vias borgnes ni enterrés.
Type 6 — Circuit Imprimé Multicouche a ame métallique avec vias borgnes et/ou enterrés.

1.7 L’Applicabilité Le contenu de cette norme peut ne pas concerner certaines technologies de pointe. Pour des informations
supplémentaires voir I’I[PC-2221.

1.8 Les Changements de niveau de révision Les changements apportés a la révision actuelle de la norme sont indiqués tout
au long du document par un ombrage de(s) partie(s) concernée(s). Les modifications apportées a une figure ou a un tableau
sont indiquées par un ombrage de 1'en-téte du Tableau ou de la Figure.






